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【手続補正書】
【提出日】平成21年10月9日(2009.10.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気機械波デバイスであって、
　複数の導体を含む基板と、
　所定の伝搬経路に沿った機械波を生成するために前記基板に配置された複数のアクチュ
エータであって、各アクチュエータは、前記基板の対応する前記導体の組に接続され、該
導体の組によって伝送される励起信号を受信する、複数のアクチュエータと
を備える、電気機械波デバイス。
【請求項２】
　前記複数のアクチュエータは圧電アクチュエータである、請求項１に記載の電気機械波
デバイス。
【請求項３】
　前記複数のアクチュエータは磁歪アクチュエータである、請求項１に記載の電気機械波
デバイス。
【請求項４】
　前記アクチュエータは圧電アクチュエータと磁歪アクチュエータとの組み合わせである
、請求項１に記載の電気機械波デバイス。
【請求項５】
　前記基板は環状で、前記基板の周方向に機械波を伝搬させる、請求項１～４のいずれか
１項に記載の電気機械波デバイス。
【請求項６】
　前記基板は円筒型で、前記基板の周方向に機械波を伝搬させる、請求項１～４のいずれ
か１項に記載の電気機械波デバイス。
【請求項７】
　前記アクチュエータは、前記励起信号に応答して所定の伝搬経路に沿って前記基板の中
を伝搬する機械波を生成するように配置される、請求項１～６のいずれか１項に記載の電
気機械波デバイス。
【請求項８】
　前記基板は、第１の導体と第２の導体と第３の導体とを含み、各導体は１つ以上の前記
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アクチュエータに接続される、請求項１～７のいずれか１項に記載の電気機械波デバイス
。
【請求項９】
　前記アクチュエータの各々は前記導体の各々の２つの導体を含む導体の組に接続され、
前記導体の少なくとも１つは、前記アクチュエータの励起信号を伝達するように配置され
る、請求項８に記載の電気機械波デバイス。
【請求項１０】
　前記電気機械波デバイスを含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の回転モータ。
【請求項１１】
　前記基板と動作中に接触するように配置される機械部材であって、前記アクチュエータ
が生成する機械波による基板上の接触面の運動により、前記機械部材が前記基板に対して
回転するように配置される機械部材を備える、請求項１０に記載の回転モータ。
【請求項１２】
　前記回転モータは両面型回転モータであり、前記電気機械波デバイスの前記基板は第１
の表面と第２の表面とを含み、前記回転モータは更に、前記基板の前記第１の表面と動作
中に接触するように配置される第１の機械部材と、前記基板の第２の表面と動作中に接触
するように配置される第２の機械部材とを備え、前記アクチュエータが生成する機械波に
よる前記基板の各表面上の接触面の運動により、前記第１及び第２の機械部材が前記基板
に対して回転するように配置される、請求項１０に記載の回転モータ。
【請求項１３】
　前記回転モータは、２つ以上の電気機械波デバイスと、前記電気機械波デバイスの前記
基板と動作中に接触するように配置される１つまたは複数の機械部材であって、前記アク
チュエータが生成する機械波による基板上の接触面の運動により、１つまたは複数の前記
機械部材が前記基板に対して回転するように配置される、１つまたは複数の機械部材とを
含む、積層回転モータである、請求項１０に記載の回転モータ。
【請求項１４】
　前記電気機械波デバイスは内面及び外面の少なくとも１方を含み、前記回転モータは、
前記基板の内面または外面に動作中に接触するように配置される機械部材であって、前記
アクチュエータが生成する機械波による前記基板上の接触面の運動により、前記機械部材
が前記基板に対して回転するように配置される、機械部材を備える、請求項１０に記載の
回転モータ。
【請求項１５】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の電気機械波デバイスを備える、プリント回路基板
。
【請求項１６】
　機械波デバイスを駆動するためのドライバ回路をさらに含む、請求項１５に記載のプリ
ント回路基板。
【請求項１７】
　電気機械波デバイスの特性および／または機能を制御するための制御回路をさらに含む
、請求項１５又は１６に記載の、プリント回路基板。
【請求項１８】
　アプリケーション・エレクトロニクスをさらに含む、請求項１５～１７のいずれか１項
に記載の、プリント回路基板。
【請求項１９】
　電気機械波デバイスを提供する方法であって、
　所定の伝搬経路に基づいて機械波を伝搬させるための基板の形状を決定するステップと
、
　機械波を生成させる要求に基づいて前記基板上の複数のアクチュエータの数および位置
を決定するステップと、
　前記アクチュエータを対応する励起信号に電気的に接続するための導体を前記基板に設
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けるステップと、
　前記複数のアクチュエータを前記基板上に搭載するステップと
を備える方法。
【請求項２０】
　前記搭載するステップには、前記複数のアクチュエータを前記基板上の所定のパターン
にロボットを用いて搭載することが含まれる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記搭載するステップには、前記複数のアクチュエータを前記基板に、ハンダ付けまた
は接着剤によって固定することが含まれる、請求項１９または２０に記載の方法。
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